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Fachbegrife
Einfiihrung

Bauelemente

Ein elektronisches Bauelement ist jedes Bauteil, das elektrische GroRen,
wie Strom und Spannung, verarbeitet. Diese Bauteile gibt es in vielen
verschiedenen Gestalten, Formen und Grofken. Unterschiedliche
Bauelemente haben unterschiedliche elektrische Funktionen und werden
fur viele verschiedene Verwendungszwecke eingesetzt. Einige Bauteile
werden zum Beispiel genutzt um Strom zu ddmpfen, andere wiederum um
Energie zu speichern.

ntlichen aus Spannung, gemessen in Volt, und
Ampere. Spannung ist der elektrische Druck oder
einem Sttomkreis, ahnlich wie der Wasserdruck
rke_ist die Menge des Stroms, der durch

Aktiv und Passiv

Einige Bauteile sind aktiv, dass
besitzen eine Steuerfunktion. Aktiv i i storen und
integrierte Schaltkreise (ICs). Andere Bauteil i
heilst, sie besitzen keine verstirkende oder
ein Signal lediglich verkleinern oder verzogern. Pas
Widerstdnde, Kondensatoren und Spulen.

Diskret und Integriert

Wenn ein Bauteil nur aus einer oder zwei Funktionseinheiten besteht,
nennt man es ein diskretes Bauteil. Beispielsweise ein Widerstand
verrichtet die einfache Aufgabe, den elektrischen Strom, der durch ihn
flielt, zu beschranken. Aut der anderen Seite sind, beispielsweise in
einem integrierten Schaltkreis, mehrere gleichartige oder unterschiedliche
Funktionseinheiten zu einem komplexen Bauelement integriert, also
zusammengefasst. Ein bekanntes Beispiel eines komplexen ICs ist der
Mikroprozessor im Computer.

Elektrische Schaltungen

Wenn eine Gruppe von Bauteilen zusammen auf einer Leiterplatte
platziert wird, um eine Aufgabe zu erfiillen, so wird dies als elektrische
Schaltung bezeichnet. Elektrische Schaltungen werden durch Einstecken
oder Aufsetzen und Loten der Bauteile auf die Leiterplatte per Hand oder
maschinell erstellt.




Esfgibt zwei grundlegende Arten von Bauteilen, die sich in der Art wie sie
auf der Leiterplatte befestigt werden, unterscheiden.

Die eine Gruppe nennt
Primarseite man Bauteile fiir
- Durchsteckmontagetechnologie
(THT). Bedrahtete Bauteile haben
Drahtanschlisse, die bei der
Montage mittels Kontaktlochern
durch die Leiterplatte gesteckt
werden.

THT = Through Hole Technology

Die andere
oberfliche
(SMD). Sie sind s
dass sie mittels 16t

Oberfldache einer Leiterplatte
platziert werden koénnen.

SMD = Surface Mount Device,
SMT = Surface Mount Technology

Draht an jeder der beiden Seiten
des Bauteils - dhnlich wie Arme.
Die beiden Anschlussdrihte
missen bei der axialen Bauform
gebogen werden, so dass sie in die
Locher einer Leiterplatte gesteckt
werden kdnnen.

Radiale Drihte = Beine

Bauteile radialer Bauform haben
zwei oder mehr Anschlussdrahte
an der Unterseite des Bauteils,
ahnlich wie Beine.




Fachbegriffe

Single-In-line-Packages (,einreihige Gehause”)

oder SIPs sind bedrahtete Bauteile, deren
Anschlussdrdhte in einer einzelnen geraden Reihe |
angeordnet sind.

Dual-In-line-Packages (,zweireihige
Gehduse”) oder DIPs sind

Bauteile, die Anschlussdrihte in
zwei parallelen, geraden Reihen
angeordnet, besitzen.

Lat

Pin-Grid-Arrays (,Kontaktstiftrasterfeld”)
oder PGAs sind ICs, die einzelne Reihen
runder_Kontaktstifte an der Unterseite des
Bauteil§ besitzen.

4 SMD*Bauteilé’— ohne Anschlussbeine

Ohne Anschlussbeine heilRt, dass keine Metalldriahte aus dem
Bauteil hefausragen. Solche Bauteid&@ werden mit einer metallisierten
Anschlussflache auf einer Leiterplatte montiert.

Dieser QFN hat Anschlussflachen

= Chips & MELFs besitzen Anschlussflachen
: an beiden Enden des Bauteils.
Castellations (,Einbuchtungen”)

Ball-Grid-Arrays oder BGAs, sind halbrunde metallisierte
bestehen aus Lotkugeln, die in - Kerben an der Seite eines Bauteils,
mehreren 'Relhen auf der Unterseite die beim Aufbringen auf die
des Bauteils angeordnet sind. Diese Leiterplatte mit Lot gefillt werden.

Lotkugeln werden auf
ebenso angeordnete
passende Reihen von
Anschlussflachen
(,Pads“) auf die
Leiterplatte gelotet.
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SMD-Bauteile — mit Anschlussbeinen

Bedrahtete SMD-Bauteile haben tblicherweise Anschlussbeine in einer der
folgenden Ausfiihrungen:

Gullwing-Anschliisse: Der
Gullwing-Anschluss ist ein
Metallbein, das nach unten und
nach aullen gebogen ist — dhnlich
wie der Fliigel einer Seemdve.

»J“-Anschluss: Der ,J“-Anschluss ist
ein Metallbein, das nach unten und
zum Bauteil hin gebogen ist, wie
der Buchstabe J.

L-formiger Bandanschluss: Der
L-férmige-Bandanschluss ist nach
innen unter das Bauteil gebogen.

Flacher Lotfahnen-Anschluss:
er flache Lotfahnen-Anschluss
t gerade aus dem Gehduse des

nicht fiir Schaltunge
Zuverldssigkeit geeig

Rastermal}

Eine wichtige Eigenschaft von SMD-
IC-Bauteilen ist das Rastermald der
Anschlisse. Das Anschlussraster
wird von der Mitte eines Beinchens
zur Mitte des ndachsten Beinchens
gemessen. Wenn ein Bauteil ,fine
pitch“- Abstande hat, bedeutet dies,

———— - dass die Anschliisse sehr nah beieinander
liegen (Rastermal’ kleiner als 0,6 mm).




